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Abstract (en)
The connector has a contact piece (8) received in a body (2) with interposition of an insulator (7). A case (3) defines a housing (6) to receive entire
or part of the body. A frame (14) is arranged around a case portion (13). A body portion (5) is received in the case portion. The frame comprises
tabs (18) that permit fixation of the connector with a printed circuit board. The tabs are projected above the case portion around which the frame is
arranged. The frame is made of metal and arranged relative to the case in a fitted manner. Independent claims are also included for the following:
(1) a connection assembly comprising two connectors (2) a system comprising a connector.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un connecteur (10), comportant : - un corps, - au moins un contact (8) reçu dans le corps avec interposition d'un
isolant, - un boîtier (3) définissant un logement configuré pour recevoir tout ou partie du corps, - une armature disposée autour d'au moins une
portion du boîtier (3), au moins une portion du corps étant reçue dans ladite portion du boîtier (3), l'armature comportant des pattes (18) permettant
la fixation du connecteur à une carte de circuit imprimé, caractérisé par le fait que lesdites pattes (18) font saillie au-delà de la portion du boîtier (3)
autour de laquelle l'armature est disposée et par le fait que l'armature (14) est disposée relativement au boîtier de façon encastrée.
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